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X5778D 双路可调光 LED高压线恒流驱动芯片

1. 概述

X5778D 是一款双路可调光 LED 高

压线性恒流芯片，输出电流由外接 REXT

电阻设置，最大电流可达 120mA，且输出

电流不随芯片 OUT 端口电压而变 化。

芯片可通过PWM端口实现 PWM 调

光功能，系统结构简单，外围元件极少，

方案成本低。

2. 特性

 输出电流外置可调，最大可达 120mA

 芯片间输出电流偏差<± 5%

 输入电压：120Vac/220Vac

 支持 3.3V/5V PWM调光信号

 PWM端口悬空，OUT端口默认关闭

 具有过温调节功能

 线路简单、成本低廉

 封装形式：ESOP8

3. 应用范围

 遥控、人体感应、声控等智能化控制

 T5/T8 系列 LED 日光灯管

 LED 平板灯

 LED 球泡灯，LED 吸顶灯

4. 应用电路

图 4.1 X5778D应用电路
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5. 管脚配置

图 5.1 X5778D管脚图

6. 极限工作参数

符号 说明 范围 单位

VIN 芯片工作电源 -0.3~550 V

VOUT 电流输出端口电压 -0.3~550 V

VPWM PWM 输入电压 -0.3~7.0 V

VREXT 电流设置端口电压 -0.3~7.0 V

TA 工作温度 -40~150 ℃

TSTG 存储温度 -40~150 ℃

HBM 人体放电模式 >2 KV

编号 管脚名称 功能描述

1 PWM1 PWM调光端口 1
2 REXT1 电流设置端口 1
3 PWM2 PWM调光端口 2
4 REXT2 电流设置端口 2
5 OUT2 电流输出端口 2
6 OUT1 电流输出端口 1
8 VIN 高压电源输入端口

9 GND 芯片地（散热衬底）
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7. 结构框图

图 7.1 结构框图

8. 电气特性

（除非特殊说明，下列条件均为 TA=25℃）

符号 说明 测试条件

范围

单位

最小 典型 最大

VOUT_MIN 恒流拐点 IOUT=30mA - - 6.5 V

VOUT_BV VDD 钳位电压 500 - - V

VIN_BV VDD 钳位电流 500 - - V

IOUT OUT 输出电流 - 120 mA

IDD 静态工作电流 - 0.25 - mA

VREXT 电流设置阈值 VIN＝10V 0.58 0.61 0.64 V

RPWM PWM 端口下拉电阻 - 60 - Kohm

VPWM_H PWM 调光检测阈值上限 PWM rising - 2 - V

VPWM_L PWM 调光检测阈值下限 PWM falling - 1.2 - V

Tovt 过温保护阈值 过温降电流的方式- - 130 - ℃
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9. 应用说明

X5778D是一款双路可调光 LED高压线性恒流控制芯片，内部集成 LED恒流控制模块、OUT

端口高压驱动模块、 调光模块等功能模块。输出电流可由外接 REXT 电阻进行调节，芯片可

通过 PWM1 和 PWM2 端口实现 PWM 调光功能

9.1.输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.6V进行比较以及误差放大，从而实

现系统的恒流控制，输出电流公式如下:

AIout

REXTR

6V.0


其中 Iout为输出电流，RREXT为系统的电流设置电阻。

9.2.恒流特性图

输出电流与输出端口电压关系曲线图

9.3.系统设计

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面：

1) OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED，为保证芯片正常工作，需保证 OUT 端口电

压 VOUT ≥ VOUT_MIN；

2) 芯片 OUT 端口电压越低，系统工作效率越高。

综合以上两点，系统串接的 LED 数量 n 计算为
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VLED

VOUT-VIN
N 

9.4. 过温调节功能

芯片集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 130ºC过温点时，芯片将会自动减小输出电流

，以降低灯具内部温度，提高系统可靠性。

9.5.芯片散热措施

芯片内部有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需有良好的散热处理

，确保芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：

1）系统采用铝基板；

2）增大芯片衬底的覆铜面积；

3）增大整个灯具的散热底座；

4）芯片并联应用

10. PCB设计注意事项

一个好的 PCB设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率，请尽可能遵

循以下布局布线规则：

1. 保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC衬底禁止使用红胶工艺。

2. 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。

3. IC衬底部分进行铺铜处理，建议衬底焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。

4. 衬底焊盘漏铜距离 VIN 端口需保证 1mm 以上的间距，距离 OUT端口需保证 0.8mm 以上

的间距
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11.封装信息（ESOP8）
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